
标准产品/Standard Parts

序号
No.

名称
Name

1

2

10G 彩光TO

10G BIDI TO

型号
Model

TACXXFV

TAC27FV/ TAC33FV

速率
Rate

10G

10G

波长(nm) 
Wavelength

1271~1491nm

1270nm/1330n

接口
Interface

TO

TO

针脚
Stitching

4

4

芯片类型
Chip type

DFB

DFB

温度范围
Temperature

(℃)

-40~85°C

-40~85°C  

发射功率
Output power

Ith+20mA

≥5mW

≥6mW

序号
No.

名称
Name

1

2

25G 彩光TO

25G BIDI TO

型号
Model

TCEXXEV

TCE27EV/ TCE33EV

速率
Rate

25G

25G

波长(nm) 
Wavelength

1271~1371

1270nm/1330n

接口
Interface

TO

TO

针脚
Stitching

5

5

芯片类型
Chip type

DFB

DFB

温度范围
Temperature

(℃)

-40~85°C

-40~85°C  

发射功率
Output power

Ith+20mA

≥6.5mW

≥5mW

产品特性/Features

支持速率10G        

工装温度范围-40~85°C

满足RoSH-6标准

Data rate: 10G

Operation temperature: -40~85°C

RoSH-6 compliance

10G 彩光TO

25G 彩光TO

尺寸图及脚位图

标准产品/Standard Parts

产品特性/Features

支持速率10G        

工装温度范围-40~85°C

满足RoSH标准

Data rate: 10G

Operation temperature: -40~85°C

RoSH compliance

尺寸图及脚位图

序号
No.

名称
Name

1 XG COMB PON OLT TO

型号
Model

TGW13AM

速率
Rate

1.25G 

波长(nm) 
Wavelength

1310

接口
Interface

TO46

针脚
Stitching

6PIN

芯片类型
Chip type

APD

温度范围
Temperature

(℃)

-40~85°C 

XG COMB PON OLT TO

标准产品/Standard Parts

产品特性/Features

支持速率25G        

工装温度范围-40~85°C

满足RoSH标准

Data rate: 1.25/25G

Operation temperature: -40~85°C

RoSH compliance

尺寸图及脚位图


